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프로브카드는 니들과 반도체 웨이퍼간 접촉을 하여 전기적 신호를 보내 반도체 불량여부를

검사하는 PCB이다. 최근 반도체의 고속화, 미세화, 소형화에 의해 웨이퍼 당 칩수가 크게 늘

었으며, 칩 패드 사이즈가 15μm 이하로 내려가는 추세이다. 반도체의 초소형화, 고속화에 따

라 이를 검사하는 프로브카드의 경우에도 탐침 니들의 사이즈 및 pitch(니들간 간격)이 매우

작아지고, 탐침수도 최소 2,000개 이상 늘어나 있다. 2,000개가 넘는 미세 탐침 니들을 스파이

더 내 일정간격으로 배열해야 하는데 보통 punching film에 30μm 이하 미세홀을 뚫어 니들 고

정한다. 니들 고정시 에폭시를 사용하게 되고 이 때 120도 이상에서 10회이상 열처리를 반복

해야 하기 때문에 니들 고정을 위한 필름의 경우 고온에서 장시간 변형이 없어야 한다. 
 본 연구에서는 다층 스파이더 제작에 적합한 고온에서 변형이 없는 니들 고정 필름을 선택하

고자 하였다. 뿐만 아니라 미세 니들의 고정을 위해 기존의 드릴링 방식이 아닌 레이저 방식을

이용해 홀 크기 30μm 이하, pitch 100μm 이하의 미세홀 제작을 실시하였으며, 열처리 전/후

미세홀 크기 및 pitch 정밀도에 대해 평가하였다.
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